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【手続補正書】
【提出日】平成28年12月12日(2016.12.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板と、
　コイル内の変化する電流に応答して、前記コイルがその上で支持される前記半導体基板
の表面に平行な方向を有する変化する磁場を提供するように構成される、前記コイルと、
　前記基板によって支持され、ターゲットによって引き起こされる前記変化する磁場の変
化を検出することにより、前記ターゲットを検出する磁場感知素子と
　を備える、磁場センサ。
【請求項２】
　前記コイルは、前記基板の表面に配置された少なくとも１つの金属層から形成される、
請求項１に記載の磁場センサ。
【請求項３】
　前記磁場感知素子は、巨大磁気抵抗（ＧＭＲ）トランスデューサである、請求項１に記
載の磁場センサ。
【請求項４】
　前記ＧＭＲトランスデューサは、ブリッジ構成された複数のＧＭＲ素子を備える、請求
項３に記載の磁場センサ。
【請求項５】
　前記ブリッジ構成のＧＭＲ素子の第１の対は、前記コイルの一端部に配置され、前記ブ
リッジのＧＭＲ素子の第２の対は、前記コイルの反対側の端部に配置される、請求項４に
記載の磁場センサ。
【請求項６】
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　前記磁場感知素子の少なくとも一部分は、前記コイルのループの内部に配置される、請
求項１に記載の磁場センサ。
【請求項７】
　前記磁場感知素子は、ホール素子である、請求項１に記載の磁場センサ。
【請求項８】
　前記コイルに接続された電流源を更に含む、請求項１に記載の磁場センサ。
【請求項９】
　前記コイルに接続されたパルス電流源又は過渡電流源を更に含む、請求項１に記載の磁
場センサ。
【請求項１０】
　前記コイルは、前記基板の上方又は下方に配置される、請求項１に記載の磁場センサ。
【請求項１１】
　前記コイルは、前記基板と同一のパッケージに含まれる、別個に形成された要素である
、請求項１に記載の磁場センサ。
【請求項１２】
　磁場を検出する方法であって、
　半導体基板を用意するステップと、
　コイルがその上で支持される前記半導体基板の表面に平行な方向を有する変化する磁場
を前記コイルが生成するように、変化する電流を前記コイルを通して駆動するステップと
、
　ターゲットによって引き起こされる前記変化する磁場の変化を検出することにより、前
記基板に支持される磁場感知素子によって、前記ターゲットを検出するステップと
　を含む、方法。
【請求項１３】
　前記コイルを、前記基板の表面に配置された１つ又は複数の金属層から形成するステッ
プを更に含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　ブリッジ構成された複数のＧＭＲ素子の形で前記磁場感知素子を用意するステップを更
に含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ブリッジのＧＭＲ素子の第１の対を、前記誘導コイルの一端部に配置するステップ
と、前記ブリッジのＧＭＲ素子の第２の対を、前記誘導コイルの反対側の端部に配置する
ステップと、を更に含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記磁場感知素子の少なくとも一部分を、前記コイルのループの内部に配置するステッ
プを更に含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１７】
　前記磁場感知素子を、ホール素子の形で用意するステップを更に含む、請求項１２に記
載の方法。
【請求項１８】
　前記コイルにパルス電流又は過渡電流を供給するステップを更に含む、請求項１２に記
載の方法。
【請求項１９】
　前記コイルを前記基板の上面又は下面に取り付けるステップを更に含む、請求項１２に
記載の方法。
【請求項２０】
　前記コイルを前記基板と同一のパッケージの内部に別個に形成された要素として用意す
るステップを更に含む、請求項１２に記載の方法。
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